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(57) Abstract 

When manufacturing chip cards, it is proposed to coat recesses in a card body with an adhesive (19) so that the cavities are filled 
and the adhesive forms a substantially flat surface (28). A covering foil (22) is applied on the surface of the adhesive (19) before it sets or 
hardens, while it is still plastically deformable. In order to obtain absolutely flat surfaces, the covering foil (22) is retained with its surface 
opposite to the card body on a shaping surface as long as the adhesive is not yet set, so that the outer contour of the covering foil and thus 
the outer contour of the finished chip card correspond to the contour of the shaping surface. 
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(57) Zusammenfassung , 

Beim Hcrstcllen von Chipkarten wird vorgcschlagen, in die Ausnehmungen eines Kartenkdrpers elektronische Bauteile einzulegen, 
den Kartenkorper mit einem Kleber (19) derart zu beschichten, dass die HohlrSume geftillt sind und der Klebcr eine im wesentlichen plane 
Oberflache (28) bildet, eine Deckfolie (22) auf die Oberflfiche des noch nicht abgebundenen bzw. ausgeharteten und somit noch plastisch 
verformbaren Klebers (19) aufzubringen und, urn absolut plane Oberflachen zu erzielen, die Deckfolie (22) mit ihrer, dem Kartenkorper 
abgewandten Fiache auf einer Form fl ache derart und so lange wahrend des Aushanens des Klebers fixiert zu halten, dass die Aussenkontur 
der Deckfolie und damit die Aussenkontur der fertigen Chipkarte der Kontur der Formflache entspricht. 
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Verfahren zur Herstellung von Chipkarten 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 
Chipkarten sowie eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des Ver- 
fahrens, wobei unter "Chipkarten" solche Ausweiskarten oder 
dergleichen I dent if izierungs- oder Zugangsberechtigungsausweise 
5 gemeint sind, in welchen Bauteile wie integrierte Bausteine 
(IC's) Kontaktbahnen, Antennen oder dergleichen auf genommen 
sind. Der Verwendungszweck umfaSt auch kartenf ormige Dieb- 
stahlsicherungen oder dergleichen, woraus ersichtlich wird, da£ 
es sich beim Anwendungsf eld in erster Linie darum handelt, da£ 
10 in einem flachigen Gebilde Bausteine aufzunehmen sind. 

Bei ID-Karten, in denen Chips montiert sind, mussen diese 
vollstandig und sicher eingebaut werden. Insbesondere kommt es 
darauf an, daS die eingebauten Chips mit einer Masse vergossen 

15 werden, welche den Hohlraum in der Karte vollstandig ausfullt. 
Die Bauteile selbst und damit auch die fur die Bauteile vor- 
gesehenen Hohlraume konnen sehr verschiedene GroSen aufweisen. 
Es kann beispielsweise neben einem sehr kleinf lachigen Chip 
auch eine Antenne vorgesehen sein, die als Wickelkorper mit 

20 relativ hohem Durchmesser ausgebildet ist. 

Zum Fertigstellen der Karte werden Deckflachen aufgesiegelt 
oder aufgeklebt, wobei die Gesamtanordnung dann derart sein 
soil, daS man der ID-Karte nicht mehr ansieht, wo welches 
25 Bauteil eingebaut ist. Dies hat nicht nur optische Grunde, es 
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ist vielmehr so, daS auch ein' fehlerfreies Bedrucken solcher 
Karten nur dann moglich ist, wenn die Hohenunterschiede sehr 
gering sind . 

5 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Verfahren und 

Vorrichtung zum Herstellen von Chipkarten aufzuzeigen, mit 
Hilfe derer in einfacher und kostengiinstiger Weise Chipkarten 
mit hochplanen Deckflachen herstellbar sind. 

10 Diese Aufgabe wird alternativ durch ein Verfahren nach den 

Anspriichen 1 oder 2 bzw. durch ein Vorrichtung nach einem der 
Anspriiche 12 oder 13 gelost. 

Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt darin, da£ die 
15 Deckflachen oder Overlay-Folien sozusagen "schwimmend verlegt" 
werden, also auf ein Bett noch elastischen Klebers gelegt 
werden und bis zum Ubergang des Klebers in seinen elastischen 
(bzw. im wesentlichen ausgeharteten) Zustand so fixiert werden, 
daS eben diese plane Oberflache erzeugt wird. Der Begriff 
20 "plane Oberflache" schlieSt in diesem Zusammenhang auch nicht 
aus, daS abschnittsweise , zum Beispiel in Form von Mustern 
Einsenkungen oder Aufwolbungen vorliegen, die beispielsweise 
als weitere Sicherheits- oder Gestaltungsmerkmale vorgesehen 
sind. Es ist hierbei sowohl moglich, den gesamten "Karten- 
25 korper" aus GuBmaterial (Kleber) herzustellen oder aber einen 
Kartenkorper mit Kleber dort zu fullen, wo seine Ausnehmungen 
mit darin enthaltenen elektronischen Bauteilen vorgesehen sind. 

Vorzugsweise wird dann, wenn ein Kartenkorper mit darin vor- 
30 gesehenen Ausnehmungen mit Kleber gefullt wird, der Kleber 
mittels einer Rakel auf den Kartenkorper aufgebracht bzw. 
aufgestrichen, wozu sich insbesondere auch ein Schablonen- 
druckverf ahren eignet. Auch ein Siebdruckverf ahren ist moglich. 

35 Die Deckfolie bzw. die Deckfolien (wenn beide Seiten mit einer 
solchen bedeckt werden) bzw. die Overlays werden vor dem 
Fixieren auf der Formflache vorzugsweise auf die Oberflache des 
Klebers aufgebracht. Dies kann beispielsweise durch ein Auf- 
rollen geschehen, wobei die Folie auf dem Kartenkorper abge- 
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rollt bzw. in das Kleberbett gelegt wird, so da£ keine Luft- 
einschlusse auftreten konnen. Sobald dann die Folie fest liegt, 
wird sie mit der Formflache in Kontakt gebracht und an dieser 
fixiert. Dieses Fixieren geschieht bei einer bevorzugten Aus- 
5 fuhrungsf orm der Erfindung durch die Erzeugung eines Vakuums 
zwischen der Aufienflache der Deckfolie bzw. der Karte und der 
Formflache oder aber (gegebenenf alls auch zusatzlich) durch 
Erzeugung elektrostatischer Aufladungen zwischen Formflache und 
Folie. Alternativ kann die Folie auch zuerst an der Formflache 
10 fixiert und dann - sozusagen mit der Formflache als Hand- 
habungswerkzeug - in das Kleberbett gelegt werden. 

Es ist moglich, die Plastizitat des Klebers beim oder nach dem 
Fixieren der Deckfolie auf der Formflach mindestens zeitweise 

15 zu erhdhen, so dafi eine optimale Massenverteilung (des Kleb- 
stoffs) innerhalb des Kartenkorpers bzw. innerhalb der auf- 
gefiillten Hohlraume und daruberhinaus stattfindet. Es wird 
dadurch auch ein spannungsf reier Zustand erreicht. Diese 
Erhohung der Plastizitat kann - je nach verwendetem Kleber bzw. 

20 Fiill-Kunststof f mittels mechanischer Schwinkungen und/ oder 
elektrischer und/oder magnetischer (Wechsel-) Felder durch- 
gefiihrt werden. 

Als Full-Kunststof f wird vorzugsweise ein kalt aushartbarer 
25 Kleber, insbesondere ein Epoxidkleber verwendet . Um die 

Schrumpfung des Klebers zu verringern, wird vorzugsweise der 
Kleber mit einem Fullmaterial wie Glas, Quarz oder dergleichen 
gefullt. Dieses Fullmaterial wiederum kann ganz oder teilweise 
auch zu Identif izierungszwecken dienen, also beispielsweise 
30 auch magnetisierbare Pulver oder sonstige Fiillmaterialien 

mitumfassen, welche durch elektrische, magnet ische oder auch 
mechanische Wechselwirkungen identif izierbar oder gar n be- 
schreibbar" sind. Hierzu ist es beispielsweise moglich, bei 
einem metallgef ullten Kleber durch Magnetisierungsvorgange 
35 wahrend der Aushartung solche Konzentrationsanderungen 

(hinsichtlich der Metallf ullung) zu erreichen, daS das End- 
produkt lesbare Informationen z. B. ahnlich einem Wasserzeichen 
aufweist. Wesentlich ist in jedem Fall, daS die Fixierung der 
Deckfolien an den Formflachen so lange durchgefiihrt wird, bis 
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alle Schrumpfvorgange ocier sonstigen Formveranderungsvorgange 
innerhalb des Klebers bzw. Fiillkunststof f es abgeschlossen sind. 

Die erste Ausf uhrungsf orm des erf indungsgema&en Verfahrens zur 
5 Herstellung von Chipkarten, bei welchem in einem Kartenkorper 
Bauteile wie IC's, Kontaktbahnen, Antennen oder dergleichen 
elektrische und/oder elektronische Bauteile angeordnet sind, 
umfafit folgende Schritte: 

10 - Der Kartenkorper wird mit Offnungen, Einsenkungen oder 
dergleichen Hohlraumen versehen; 

In die Hohlraume werden die im Kartenkorper anzuordnenden 
elektrischen Bauteile eingesetzt; 

15 

Der Kartenkorper wird mit einem Kleber derart beschichtet, 
da£ die Hohlraume gefiillt sind und der Kleber eine im 
wesent lichen plane Oberflache bildet; 

20 - Eine Deckfolie (Overlay) wird auf die Oberflache des noch 
nicht abgebundenen bzw. ausgeharteten und somit noch 
plastisch verformbaren Klebers aufgebracht; 

Die Deckfolie wird mit ihrer, dem Kartenkorper abgewandten 
25 Flache auf einer Formflache derart und so lange wahrend des 

Aushartens des Klebers fixiert gehalten, daS die AuSen- 
kontur der Deckfolie und damit die AuSenkontur der fertigen 
Chipkarte der Kontur der Formflache entspricht . 

30 Vorzugsweise werden hier nicht einzelne Chipkarten hergestellt, 
sondern Gruppen (Lose) von Chipkarten. 

Alternativ wird somit die Aufgabe erf indungsgemaS durch ein 
Verfahren zur Herstellung von Chipkarten geldst, das folgende 
3 5 Schritte umf aSt : 

An zwei einander gegenuberliegenden Formflachen werden 
Deckfolien fixiert; 
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Zwischen den Deckfolien werden die elastischen Bauteile 
angeordnet ; 

Der der Dicke des Kartenkorpers entsprechende Raum zwischen 
5 den Deckfolien wird mit einem Kleber gefullt; 

Die Deckfolien werden derart und wahrend des Aushartens des 
Klebers so lange fixiert gehalten, daS die AuSenkonturen 
der Deckfolien und damit die AuSenkonturen der fertigen 
10 Chipkarte den Konturen der Formflachen entsprechen. 

Vorzugsweise wird vor und/oder wahrend des Auflegens der 
Deckfolien und Aushartens des Klebers das ganze Ensemble einem 
Vakuum derart ausgesetzt, daS Luf teinschliisse vermieden bzw. 
15 beseitigt werden. 

Die zur Durchfuhrung der Erfindung gemaE der ersten Aus- 
fuhrungsform geeignete Vorrichtung umfa&t eine Beschichtungs- 
vorrichtung, insbesondere eine Schablonendruckeinrichtung zum 

20 Beschichten eines Kartenkorpers mit einem Kleber derart, daS 

die Hohlraume gefullt sind und der Kleber eine im wesentlichen 
plane Oberflache bildet. Es ist eine Auf legevorrichtung zum 
Auflegen einer Deckfolie auf die Oberflache des noch 
plastischen Klebers vorgesehen. Eine Formflache ist mit 

25 Einrichtungen zum Fixieren der Deckfolie derart ausgestattet , 
daB die AuSenkontur der Deckfolie der AuSenkontur der Form- 
flache entspricht . 

Bei der zweiten Alternative des erf indungsgemaSen Verfahrens 
30 sind zwei einander gegeniiberliegende Formflachen vorgesehen, 

die derart ausgebildet sind, daS an Ihnen Deckfolien fixierbar 
sind. Die Formflachen sind derart ausgebildet, dafi zwischen 
ihnen elektronische Bauteile angeordnet werden konnen und der 
Raum zwischen den Deckfolien mit einem Kleber befiillbar ist. 

35 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Abbildungen 
erlautert . Hierbei zeigen 
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Figur 1 eine schematisierte Dr'aufsicht auf den Ausschnitt 
eines Kartenkorpers, 

Figur 2 eine Draufsicht wie nach Figur 1 jedoch rait 
5 eingelegten elektronischen Bauteilen, 

Figur 3 einen Schnitt entlang der Linie III-III aus Figur 2, 

Figur 4 eine Ansicht ahnlich der nach Figur 3 jedoch wahrend 
10 des Verf ullvorgangs 

Figur 5 eine Ansicht ahnlich der nach Figur 3 jedoch im 
fertig verfullten Zustand, 



15 Figur 6 die Ansicht nach Figur 5 jedoch wahrend des 

Auflegens einer Deckfolie, 

Figur 7 eine Schnittdarstellung ahnlich der nach Figur 6 mit 
aufgebrachter und fixierter Deckfolie und 

20 

Figur 8 eine schematisierte Schnittdarstellung ahnlich der 
nach den Figuren 3 bis 7 durch eine zweite 
bevorzugce Aus fuhrungs form der Erfindung. 



25 In der nachf olgenden Beschreibung werden fur gleiche und gleich 
wirkende Teile dieselben Bezugszif f em verwendet . 

Bei einer Aus fuhrungs form des erf indungsgemaSen Verfahrens wird 
zunachst aus einem Materialbogen 10, der eine Vielzahl von 

30 Kartenbereichen 11 umfaSt, eine (oder mehrere) Ausnehmung 12 so 
herausgeholt , da£, wie in Figur 3 gezeigt, ein Mittelbereich 8 
stellenweise entfernt und nur noch ein Unterbereich 9 ubrig- 
gelassen wird. Der Mittelbereich 8 und der Unterbereich 9 
konnen sowohl einstiickig ausgebildet als auch aus miteinander 

35 (verschweiSten oder verklebten) Einzelf lachen gebildet sein, 

wie dies beim hier gezeigten Ausfuhrungsbeispiel der Fall ist . 

In die so ausgebildete Ausnehmung 12 werden nun elektronische 
Bauteile eingelegt, wobei in Figur 2-6 eine Antenne 13 eines 
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der elektronischen Bauteile bildet, die iiber Zuleitungsdrahte 
14 mit einem Chip 15 verbunden ist . Diese Anordnung ist fur 
Jcontaktlose Chipkarten bekannt . Die elektronischen Bauteile 
konnen in diesem Stadium auch mittels kleiner Klebebereiche in 
5 der Ausnehmung 12 fixiert werden. 

Die Anordnung wird nun - wie in Figur 3 gezeigt - in eine 
Befulleinrichtung uberfuhrt, welche einen Rahmen 16 mit einer 
Schablone 17 umfafit, deren Offnung im wesentlichen dem 
10 (spateren) Kartenbereich 11 entspricht oder geringfugig groSer 
ist . 

Nun wird - wie in Figur 4 gezeigt - mittels einer Rakel 18 
Kleber 19 unter Zuhilf enahme der Schablone 17 so in die Aus- 
15 nehmung 12 und den gesamten Kartenbereich 11 (bzw. einen etwas 
groEeren Bereich) uberdeckend aufgebracht, da£ Fullbereiche 21, 
gebildet aus mit Kleber 19 gefiillten Ausnehmungen 12 und Auf- 
lagebereiche 20 entstehen, in welchen eine relativ diinne 
Kleberschicht auf (massiven) Mittelbereichen 8 aufgetragen ist. 

20 

Solange der Kleber 19 noch weich ist, wird - wie in Figur 6 
gezeigt - eine Deckfolie (Overlay) 22 von oben auf die Ober- 
flache 28 des Klebers 19 so aufgelegt, daE keine Luftblasen 
dazwischen sind. Bei einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der 
25 Erfindung geschieht dies derart, daS (wie in Figur 6 gezeigt) 

die Deckfolie oder Overlay auf der Oberflache 28 des Klebers 19 
abgerollt wird. 

Dann wird die Gesamt anordnung (bestehend aus einer Vielzahl 
3 0 derart mit Kleber versehener Flachenabschnitte) in eine Aus- 
hartevorrichtung uberfuhrt. 

Die Aushartevorrichtung umfaEt - wie in Figur 7 gezeigt, - einen 
Trager 27, auf welchem die in Figur 6 ausschnittsweise gezeigte 
35 Anordnung befestigt wird, sowie eine obere Formflache 25, die 
in einem definierten Abstand zum Trager 27 angeordnet ist. Die 
Formflache 2 5 weist (nicht gezeigte) Einrichtungen, zum 
Beispiel Luf tabsaugeinrichtungen und/oder elektrostatische 
Auf ladungseinrichtuiigen auf, die derart ausgebildet sind, daB 
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die Deckfolie 22 fest an einer planen (oder mit vorbestimmtem 
Relief versehenen) Flache der oberen Formflache 25 anliegt bzw. 
an ihr fixiert gehalten wird, welche dem Trager 27 gegeniiber- 
liegt. In diesem fixierten Zustand, der die spatere Kontur der 
Chipkarte bestimmt, wird die Anordnung so lange gehalten, bis 
der Kleber im wesentlichen ausgehartet ist und alle 
Schrumpf ungsvorgange usw. abgeschlossen sind. Bei einer 
bevorzugten Ausf uhrungsf orm sind zusatzlich Einrichtungen (zum 
Beispiel Schiitteleinrichtungen oder Feld-Erzeugungsein- 
richtungen) fur ein magnetisches oder elektrisches Feld 
vorgesehen, die dazu dienen, den Kleber, insbesondere einen 
Epoxidharzkleber , in einen Zustand niedriger Viskositat derart 
zu versetzen, da£ Ausgleichs- und FlieSvorgange erleichtert 
werden. Sobald der Kleber ausgehartet ist, wird die Deckfolie 
22 von der (oberen) Formflache 25 losgelassen. Die Gesamt- 
anordnung kann dann in eine Stanze uberfuhrt werden, so da£ die 
Kartenbereiche 11 ausgestanzt werden konnen. Durch dieses 
Verfahren (bzw. diese Anordnung) ist gewahrleistet , da£ die 
AuEenkonturen der oberen Deckfolie 22 bei der in Figur 7 
gezeigten Anordnung exakt der Flache entsprechen, welche die 
Formflache 25 vorgibt . Es ist hierbei auch moglich, die untere 
Flache durch eine entsprechende Anordnung zu bilden. 

Bei der in Figur 8 gezeigten Alternative der Erfindung wird 
keine gesonderte Materialbahn 10 vorgesehen. Bei dieser 
Ausf uhrungsf orm werden die elektronischen Bauteile 15 direkt 
auf eine untere Folie 23 gelegt bzw. auf ihr fixiert und mit 
einem Rahmenstuck 24 umgeben. Dann werden die elektronischen 
Bauteile 15 den Raum innerhalb des Rahrnenstucks 24 ausfullend 
mit Kleber 19 umhullt und die Deckfolie 22 auf gelegt . Die 
untere Deckfolie 23 sowie die obere Deckfolie 22 werden nun 
mittels einer oberen Formflache 25 und einer unteren Formflache 
26 (so wie oben beschrieben) so lange fixiert gehalten, bis der 
Kleber ausgehartet ist und die endgultige Form des Gesamt- 
Kartenkorpers f estliegt . 
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Patentanspruche : 

5 1. Verfahren zur Herstellung von Chipkarten, bei welchem in 
einem Kartenkorper Bauteile wie IC's, Kontaktbahnen, 
Antennen oder dergleichen elektrische und/oder 
elektronische Bauteile angeordnet sind, umfassend die 
Schritte : 

10 - der Kartenkorper wird mit Offnungen, Einsenkungen oder 

dergleichen Hohlraumen versehen; 
in die Hohlraume werden die im Kartenkorper 
anzuordnenden elektrischen Bauteile eingesetzt; 
der Kartenkorper wird mit einem Kleber derart 

15 beschichtet, da£ die Hohlraume gefiillt sind und der 

Kleber eine im wesentlichen plane Oberflache bildet; 
eine Deckfolie (Overlay) wird auf die Oberflache des 
noch nicht abgebundenen bzw. ausgeharteten und somit 
noch plastisch verformbaren Klebers aufgebracht; 

20 - die Deckfolie wird mit ihrer dem Kartenkorper 

abgewandten Flache auf einer Formflache derart und so 
lange wahrend des Aushartens des Klebers fixiert 
gehalten, daE die AuJSenkontur der Deckfolie und damit 
die Aufcenkontur der fertigen Chipkarte der Kontur der 

25 Formflache entspricht. 

2. Verfahren zur Herstellung von Chipkarten, bei welchem in 
einem Kartenkorper Bauteile wie IC's, Kontaktbahnen, 
Antennen oder dergleichen elektrische und/oder 
30 elektronische Bauteile angeordnet sind, umfassend die 

Schritte 

an zwei einander gegeniiberliegenden Formflachen werden 
Deckfolien fixiert; 

zwischen den Deckfolien werden die elektronischen 
35 Bauteile angeordnet; 

der der Dicke des Kartenkorpers bzw. dem Kartenkorper 
entsprechende Raum zwischen den Deckfolien wird mit 
einem Kleber gefiillt; 



BNSDOCID: <WO 9809252A1_I_> 



WO 98/09252 PCTYEP97/04645 

11 



die Deckflachen werden derart und wahrend des 
Aushartens des Klebers so lange fixiert gehalten, daS 
die AuSenkonturen der Deckflachen und damit die 
AuSenkonturen der fertigen Chipkarte den Konturen der 
5 Formf lachen entsprechen. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 
der Kleber mittels einer Rakel auf den Kartenkdrper 
10 aufgebracht bzw. auf gestrichen wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dafS 
der Kleber mittels eines Schablonendruckverf ahrens 

15 aufgebracht wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
eine Deckfolie (Overlay) vor dem Fixieren auf der 

20 Formflache auf die Oberflache des Klebers aufgebracht 

wird . 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 

25 die Plastizitat des Klebers beim oder nach dem Fixieren 

der Deckfolie auf der Formflache und mindestens zeitweise 
erhoht wird bzw. seine Viskositat erniedrigt wird. 



7. Verfahren nach Anspruch 6, 
30 dadurch gekennzeichnet, daS 

die Plastizitatserhohung bzw. die Viskositatserniedrigung 
mittels mechanischer Schwinkungen und/oder elektrischer 
und/oder magnetischer (Wechsel-) f elder durchgefuhrt wird. 

35 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 
die Kontur der Deckschicht durch eine entsprechende Kontur 
der Formflache zur Bildung eines Identif izierungs- oder 
Sicherheitsmerkmals relief art ig strukturiert wird. 
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9. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
das Verfahren auf beiden Flachen des Kartenkorpers zum 
5 Aufbringen von Deckfolien durc-hgefiihrt wird. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 

die Deckfolie auf der Formflache durch ein Vakuum und/oder 
10 elektrostatische Krafte fixiert wird. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 
der Kleber ein kalt aushartbarer Kleber, insbesondere 

15 Epoxi-Kleber , vorzugsweise mit einem Fiillmaterial , 

insbesondere Glas , Quarz, oder dergleichen zur 
Verminderung von Schrumpf erscheinungen ist. 

12. Vorrichtung zur Herstellung von Chipkarten, bei welchem in 
20 einen Kartenkorper Bauteile wie IC T s, Kontaktbahnen, 

Antennen oder dergleichen elektrische und/oder 
elektronische Bauteile angeordnet sind, insbesondere zur 
Durchfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 1, umfassend 
eine Beschichtungsvorrichtung, insbesondere eine 
25 Schablonendruckeinrichtung (16-18) zum Beschichten 

eines Kartenkorpers (8, 9) mit einem Kleber (19) 
derart, da£ die Ausnehmungen (12) gefullt sind und der 
Kleber (19) eine im wesentlichen plane Oberflache (28) 
bildet; 

3 0 - eine Auf legevorrichtung zum Auflegen einer Deckfolie 

(22) auf die Oberflache (28) des noch plastischen 
Kleber s (19) ; 

eine Formflache (25) mit Einrichtungen zum Fixieren 
der Deckfolie (22) derart, da£ die AuSenkontur der 
35 Deckfolie (22) der AuSenkontur der Formflache (25) 

entspricht . 

13. Vorrichtung zur Herstellung von Chipkarten, bei welchem in 
einem Kartenkorper Bauteile wie IC's, Kontaktbahnen, 
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Antennen oder dergleiGhen elektrische und/oder 
elektronische Bauteile angeordnet sind, insbesondere zur 
Durchfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 2, umfassend 
zwei einander gegeniiberliegende Formflachen (25, 26) zum 
Fixieren von Deckfolien (22, 23) und 

eine Bef ullvorrichtung zum Befiillen des Raums zwischen den 
fixierten Deckfolien mit Kleber. 
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